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半導体（IC）製造プロセス



Final Test工程への展開
～Chip Scale Package（CSP）用ハンドラWDF� DPのご紹介～

過去の電気製品の歴史を振り返ると、その機能の進化と
同時に製品自体の小型化・軽量化も同時に進行することが
非常に多いことに気づきます。代表的な例としては携帯電
話が挙げられます。十数年前に初めて販売された製品はそ
の大きさおよび重さから、ショルダーストラップが付属し
ていましたが、昨今販売されている携帯電話は洋服のポケ
ットにも楽々収納できるほど小型化され、重量も非常に軽
いものとなっております。その背景には半導体の集積度向
上に伴うICチップの機能向上もさることながら、そのIC
チップが収納されるICパッケージの進化も貢献していま
す。例えば、10年程前には主流パッケージの一つであっ
たQuad Flat Package（QFP）と最新のWafer Level Chip
Scale Package（CSP）とを比較すると、体積比で10分の
１以下に小型化が実現されております。この小型化に伴い、
パッケージに付属する電極の間隔が狭まり、現在の半導体
製造後工程のファイナルテストで広く使用されている水平
移動式ハンドラ（検査装置）ではテストを行うことが難し
いパッケージも出現しており、また、その比率が今後は高
まっていくと予想されております。
当社では、長年にわたり半導体製造の前工程で使用する
検査装置のウェーハプローバを販売してまいら
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決　　　算　　　期 毎年３月31日

定 時 株 主 総 会 毎年６月

基　　　準　　　日 定時株主総会については、毎年３月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告 31


